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Nowa pasta lutownicza o niskiej temperaturze topnienia do komponentow i PCB
wrazliwych na wysokie temp.

Nowa technologia zapobiega wysychaniu pasty lutowniczej, umozliwiajgc jej stabilne dziatanie.

Chcielisbymy poinformowac, ze firma KOKI wtasnie wprowadzita na rynek nowe pasty do lutowania
rozptywowego o niskiej temperaturze topnienia.

Z punktu widzenia istniejgcego trendu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i niezawodnosci modutow
elektronicznych, od pewnego czasu obserwujemy wieksze zapotrzebowanie na paste lutowniczg o niskiej
temperaturze topnienia. Aby sprosta¢ tym zatozeniom, na rynku dostepnych jest kilka produktow na bazie
stopu Cyna — Bizmut.
Konwencjonalne pasty lutownicze Sn-Bi czesto zawierajg duze ilos¢ stosunkowo silnego aktywatora
zapewniajgcego zwilzalnosc¢ i koagulacje rownowazng do SAC305. Jesli zastosowana temperatura nie jest
wystarczajgca to pozostaty po lutowaniu aktywator moze stanowi¢ zagrozenie dla niezawodnosci modutu,
nawet jesli pasta lutownicza jest zaprojektowana tak, aby rozpuszczalnik tatwo odparowat, zapewniajac
lepszg odpornos¢ na izolacje powierzchniowg. Jest to tylko kompromis, poniewaz pasta lutownicza moze
przez to zbyt szybko wysychac, negatywnie wptywajgc na drukowanie pasty, lepkos¢ i kleistosc.
Nowo wprowadzone pasty lutownicze T4AB58-HF360 do sitodruku i T4AB58-HF360D do dozowania
zawierajg zoptymalizowang ilos¢ starannie dobranego aktywatora, ktory skutecznie utatwia odparowanie,
minimalizujgc w ten sposéb ilo$¢ potrzebnego aktywatora topnika, jednoczesnie zapewniajgc doskonatg
zwilzalnos¢ i koagulacje. Poprawia to nie tylko rezystancije, ale takze pomaga osiggna¢ stabilnos¢ podczas
catego procesu. Zabezpiecza rowniez komponenty aby zostaty na swoim miejscu w trakcie i po procesie
uktadania.

® Pasta lutownicza o niskiej temperaturze topnienia na bazie Sn-Bi przeznaczona do piecow

rozptywowych bez koniecznosci uzywania azotu

Sktad stopu T4AB58-HF360 i T4AB58-HF360D to Sn, 0,4Ag i 57,6Bi o temperaturze topnienia
od 138 do 140 stopni Celsjusza jest odpowiedni do lutowania wrazliwych na temperature elementéw i PCB
w atmosferze powietrza.

® Nowoczesna technologia zapobiega wysychaniu pasty i zapewnia stabilng aplikacje
Nowa technologia zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu pasty lutowniczej, aby przy ciggtej pracy
zapewni¢ stabilny proces nakfadania. Pomaga réwniez w utrzymaniu w odpowiedniej pozycji
komponentéw podczas i po zakohczeniu procesu ukfadania.

® Osiagnieto doskonalg zwilzalnos¢ i ograniczono pustki
T4AB58-HF360 i T4AB58-HF360D wykazujg doskonatg topliwosé, zwilzalnos¢ i koagulacje dzieki
aktywatorowi, ktory skutecznie wspotpracuje ze stopem na bazie Sn-Bi. Powstate spoiny majg niewielkie pustki

(VOID).
Opis produktu

Nazwa T4AB58-HF360, T4AB58-HF 360D
Skiad stopu Sn 0.4Ag 57.6Bi '
Temp. topnienia 138 - 140
Rodzaj topnika ROLO*
Wielkos$¢ ziarna (um) 20-38 ‘
*Zgodnie z IPC J-STD-004B 0603R Power Transistor
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